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1) Etat d’avancement boite tests ASU 32x48. 
Point mécanique  (NG/ FP/ JPhB

Jean Philippe Baud a rejoint l’équipe.

Le couvercle (support de cathode) a été réalisé.
Les approvisionnements ont été lancés : cuivre et mylar aluminisé au CERN ; le G10 est aussi en commande.

Nicolas présente l’adaptation pour la carte 8x32 qui nécessitera une carte de passage spécifique.

Pour les 15 jours à venir ; suite de l’usinage des pièces à l’atelier.

Pour la boite de transfert : Nicolas propose d’utiliser du contre plaqué vernis.  La fabrication devrait pourvoir débuter à partir du 10 mars.

Point électronique :
Carte 32x48 : Une ultime revue a eu lieu cette semaine. La question principale a été la largeur des pistes : ne sont-elles pas trop fines ? L’épaisseur des pistes a été augmentée

Une PUMA est en cours. Le départ fabrication est donc prévue pour le 19/02.

Le fichier de détourage est disponible pour la mécanique pour la fabrication du masque pour la boite.

Il apparait cependant qu’il faudrait prévoir une zone plus large de détourage derrière les connecteurs et ajouter des contacts de masses entre les connecteurs.

Cartes Dif et Interdif : Dix cartes Dif reviennent de câblage en fin de semaine.

Pour la carte interdif, 10% de routage reste à faire ; cela concerne la HT. 

Les connecteurs implantés actuellement prennent trop de place car la carte a été réduite à 2.5cm de large. Il faut les changer. Sébastien C demande l’accord d’utiliser des connecteurs qui tiennent seulement 1000v : c’est ok.

Un devis est déjà disponible ; 1000 euros pour 5 cartes ou 1300 euros pour 10 cartes. 4 cartes seront nécessaires, prendre du stock n’est pas utile car la prochaine série d’ASU sera réalisé avec le HR2 ; il est probable qu’il faille modifier la carte Interdiff.
Cartes Bouchons et Flex : La carte bouchon est à redessiner  car la dernière version n’était pas au point. Ce design devrait être rapide et Alexandre va travailler dessus dès la semaine prochaine, idem pour les Flex.

2) Le m²
A l’aide d’un PCB fantôme, les différentes étapes ont été simulées :
· Collage du masque sur l’inox,
· Collage de l’ASU sur le masque

· Collage du cadre dans gabarit prévu à cet effet.

Une question sur la géométrie de l’ensemble après collage est posée ; est ce que l’on répond aux tolérances souhaitées ?  Point à creuser.

Pour le montage du m² réel, il faut effectuer des tests électriques sur les connexions avant le collage des ASU sur les masques. In fine, il y aura deux demi-masques couvrant chacun 3 ASU. C’est une question de coût.

Les tests d’étanchéité restent en suspend pour l’instant.
3) Point sur les tests électriques des cartes 4HR. 
Guillaume nous expose les résultats des différents tests des cartes 4HR.

Les cartes ne fonctionnent pas parfaitement.
Deux types de problèmes sont récurant : d’une part les Hardroc sont peu fiables et montrent de nombreux disfonctionnements et d’autre part, il existe une difficulté à monter la tension de la Mesh au-delà de 350 V.

Beaucoup d’interrogations se font jour : 

· La défaillance des cartes est elle uniquement liée à la défaillance des HR.

· Ou bien, le process peut’ il être mis en cause.

Dans la précipitation des tests faisceau  du mois de novembre, des procédures importantes de tests ont été  « oubliées » et après 3 mois de travail sur ces cartes, aucune conclusion probante ne peut être émise quant à l’origine des problèmes rencontrés et à leur solutions.

En conclusion : Il reste deux cartes vierges de bulk. Il faut essayer de comprendre ou se situe le problème. Pour cela, il faut suivre une procédure  assez longue.
1. Calibration et mesures électroniques des cartes.

2. Pose du Bulk

3. Calibration et mesures électroniques des cartes.

4. Cuisson de la Mesh

5. Calibration et mesure s électroniques des cartes.

6. Pose du capot

7. Calibration et mesures électroniques des cartes.

8. Différentes tests plus poussés.

L’étape 1) a pour but de vérifier l’état de l’électronique avant le début du process de pose du Bulk ( état initiale : vérifier la configuration électronique des HR et leur lecture ainsi que la mesure de seuils de bruit des HR et mesure des S-curve.

L’étape 3) est exactement la même que l’étape 1) et son but est de mettre en évidence les impactes éventuelles  que peut avoir le processus de pose du Bulk sur l’électronique et sur l’ASU.

L’étape 4) de cuisson de la Mesh doit être particulièrement rigoureuse : les pads sont ils bien à la masse et il faut s’en assurer.

L’étape 5) réitère les mesures des étapes 1) et 2) toujours dans l’optique de comprendre d’éventuelles interférences ou dégradation que pourrait engendrer l’étape 4).

Idem pour l’étape 6).
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